


２ 。2.4MPaの場合も同様に、エレメント(D)が最も高い曲げ強度を得られたが、2.2MPaと比較する）

と全体的に曲げ強度は低下した（図－３ 。ま）

た、ヤング率については、エレメント構成の違

いによって大きな差違はみられなかった。

蒸煮爆砕条件の違いによるボード強度を比較

すると、2.2MPaが最も高くなり2.4MPaでは曲げ

強度は低下した（図－４ 。）

これらのことから、スギ材チップをボード材

料として用いる場合には細かなエレメントにす

る必要があるが、蒸煮圧力をあげすぎることは

ボード強度の低下につながることを留意して爆

砕条件を設定する必要があり、今回の条件にお

いての圧力上限は2.2MPa程度と推測された。

ボードの耐水性について24時間常温水浸せき

試験を行ったところ、吸水による重量増加率は

45～50％と大きく、また厚さ膨潤率も５～10％

となったが、浸せき後にエレメントが解離する

といったような大きな破損はみられなかった。

また、繰り返し厚さ膨潤率の変化をみると、

エレメント粒度が大きなボードほど膨潤率は大

きくなり、エレメント(A)は２回目、エレメン

ト(A)+(B)は３回目の浸せき後に剥離が起こっ

ていたのに対し、エレメント(D)では厚さ膨潤

率がかなり抑えられていた（図－５ 。）

爆砕におけるチップの形状の影響についてみ

ると、爆砕した試験片の厚さに関わらず、成型

したボードの曲げ強度に大きな差はみられなか

った（図－６ 。これは、得られたエレメント）

の粒度は薄い３mm試験片の場合がより細かな分

布となったが、ボードを成型する際にエレメン

ト粒度を均一化した事で、曲げ強度への影響が

なくなったものと考えられる。このことから、爆砕により目的のエレメント粒度を得るためには、投

入するチップの形状をコントロールすることも有効な手法と推測されたが、諸条件が複雑に関連して

いることもあり、さらなる検討が必要である。

以上のことより、爆砕処理チップを用いてボードを成型する場合、構成エレメントの粒度と爆砕処

理温度が曲げ強度に影響を及ぼしており、細かなエレメントを用いた方が性能的な向上が見込まれる

と推測された。しかし、細かなエレメントを得るためには投入チップの破砕や蒸煮時間の延長など、

より多くのエネルギーが必要となるため、実際にはコストバランス等を考慮した条件に設定する必要

がある。

図-４. 爆砕条件によるボード強度の変化
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図-５. エレメント形状による厚さ膨潤率の変化
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図-６. チップ形状によるボード強度の変化
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